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Введение

1.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
В данном документе описываются предпочтительные, 
приемлемые и неприемлемые состояния, которые 
можно наблюдать снаружи или внутри печатных плат. 
Представлена визуальная интерпретация минимальных 
требований, изложенных в различных стандартах на 
печатные платы, таких как: серия IPC-6010, стандарт 
J-STD-003 и др.

1.2 ЦЕЛЬ
Визуальные изображения в данном документе отражают 
определенные критерии требований действующих 
стандартов IPC. Для правильного применения 
информации, приведенной в данном документе, печатная 
плата должна соответствовать конструкторским 
требованиям применимого документа серии IPC-2220 и 
требованиям к рабочим характеристикам применимого 
документа серии IPC-6010. Если печатная плата не 
соответствует этим, либо эквивалентным требованиям, 
то критерии приемки следует установить по согласованию 
между потребителем и поставщиком.

1.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ДОКУМЕНТА
Характеристики делятся на две общие группы:

•	Видимые снаружи (раздел 2)
•	Видимые внутри (раздел 3)
«Видимые снаружи» – это особенности или недостатки, 
которые видны и могут быть оценены на внешней 
поверхности платы или при взгляде на нее. В некоторых 
случаях, например, для пустот или вздутий, фактическое 
состояние является внутренним явлением, но оно видно 
снаружи.

«Видимые внутри» – это те особенности или недостатки, 
для которых необходим микрошлиф образца или иная 
подготовка для определения и оценки. В некоторых 
случаях эти особенности могут быть видны снаружи, а 
микрошлиф требуется для оценки их приемлемости. 

При выполнении оценки образцы следует освещать так, 
чтобы обеспечивалась эффективная проверка. Следует, 
чтобы освещение исключало тени в области осмотра за 
исключением теней от самого образца. Рекомендуется 
использовать поляризованное освещение и/или 
освещение по методу темного поля для предотвращения 
бликов при осмотре сильно отражающих материалов.

На иллюстрациях в данном документе изображены 
определенные критерии, соответствующие заголовку и 
подзаголовку каждой страницы, с краткими описаниями 
допустимых и недопустимых состояний для каждого 
класса изделий (см. п. 1.4). Критерии приемки при 
визуальном контроле качества предназначены для того, 
чтобы предоставить необходимые инструменты для 
оценки видимых отклонений. Иллюстрации и фотографии 
в каждой ситуации соответствуют определенным 
требованиям. Рассматриваются характеристики, которые 
можно оценить визуально и/или путем измерения видимых 
особенностей.  

Будучи дополненным соответствующими требованиями 
потребителя, данный документ способен предоставить 
эффективные критерии визуального осмотра 
для специалистов по обеспечению качества и 
производственного персонала.

Данный документ не может охватить все вопросы 
надежности, которые встречаются в отрасли производства 
печатных плат, поэтому свойства, не описанные здесь 
должны устанавливаться по согласованию между 
потребителем и поставщиком. Ценность данного 
документа заключается в его использовании в качестве 
основы, которая может меняться путем дополнений, 
исключений и изменений, соответствующих конкретным 
задачам.

При принятии решений о приемке / отбраковке изделий 
необходимо соблюдать приоритет документации.

Данный документ представляет собой инструмент для 
определения, какие отклонения в изделиях вызываются 
изменениями в процессах. См. стандарт IPC-9191. 

Стандарт IPC-A-600 – это полезный инструмент для 
понимания и интерпретации результатов применения 
технологии автоматической инспекции. Эта технология 
может применяться для оценки многих размерных 
характеристик, проиллюстрированных в данном 
документе.

1.4 КЛАССИФИКАЦИЯ
В настоящем стандарте учитывается то, что электрические 
и электронные изделия подлежат классификации по 
их конечному применению. Были установлены три 
общих класса конечных изделий, отражающих различия 
в технологичности, сложности, функциональных 
характеристиках, а также в периодичности проверок 
(контроля и испытаний). Следует иметь в виду, что 
возможны переходные ситуации между изделиями 
различных классов.

Недостатки, обозначенные как индикаторы отклонения 
процесса, допустимы и не препятствуют поставке.

За определение класса изделия отвечает потребитель. В 
комплекте закупочной документации должен указываться 
класс изделия и, в случае необходимости, исключения по 
конкретным параметрам.

Критерии, определенные в данном документе, отражают 
три следующих класса:

Класс 1 -  включает изделия с ограниченным сроком службы 
для применения в условиях, при которых требованием к 
готовому изделию является его функционирование.

Класс 2 - включает в себя изделия, от которых требуется 
непрерывное функционирование и повышенный срок 
службы, и для которых бесперебойная работа желательна, 
но не  является особенно важной.

Класс 3 - включает изделия, для которых непрерывное 
функционирование с повышенными характеристиками, 
либо работа по необходимости являются критичными, 
не допускаются периоды неисправного состояния 
оборудования, и оборудование должно функционировать 
всегда, когда это требуется.




